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Outline

• EDA Bridge

• HyperLynx PI Co-Simulation

• Parametric study



EDA Bridge



Solder Mask Import

Challenge:

PCB的solder mask層在熱分析中經常被忽略，為確保

在PCB在3D模型端的總高且PCB內各層能平滑的過渡，

將solder mask層詳細模型納入模擬是必要的

Solution:

可以選擇匯入或建立solder mask，並匯入Flotherm

XT中

• 有兩種模型可以編輯Solder Mask

• Simple –只有板上的孔

• Explicit –包含pin的孔

• Thermal Territories須獨立設定

能得到PCB更高的精確度



Solder Mask匯入流程的優化

Manual steps 

avoided

未設定Solder Mask可能導致
在模型產生極小的間隙

舊版本(V2021.2)要建立
Solder Mask層需在3D端建
立草繪再長料產生模型

新版本(V2210)可直接匯入包
含Solder Mask資訊的檔案，
可直接匯入到Flotherm XT介

面進行模擬



Pin and Via groups

Challenge:

如要編輯數十到數百的pins跟vias，在選擇過程非常耗

費時間且很容易發生失誤

Solution:

新增Pin/Via Editor 來群組式管理及定義材料參數，功

能如下：

• Pin/Via群組資訊的顯示

• 使用者可定義Pin/Via群組的材料參數

• 可轉換成以下兩種模式

• Explicit Nets or Thermal Territories

讓編輯PCB資訊更快速且更容易



Pin and Via groups

舊版本(V2021.2)在選擇
Pins/Vias時會花費較多的時

間

新版本(V2210)可以在Pin/Via 

Editor設定材料參數



HyperLynx PI Co-Simulation



Thermal Co-Simulation
Challenge: 

在HyperLynx DC Drop 的模擬中，結果無法可視

化

Solution: 

能產生DC Drop結果報告

Challenge:

在先前的Co-simulation，為了精準度，每次迭代

計算後HyperLynx的功率與Flotherm XT的溫度不

會同步，但增加了計算時間

Solution:

新增Co-simulatio的設定選項，可以設定

HyperLynx的功率與Flotherm XT的溫度模擬的同

步頻率

能更快的得到模擬結果



Thermal Co-Simulation

20%

設定Co-simulation同步頻率，可降
低20%的計算時間



Parametric study



Parametric study

• 新增匯出專案功能(包含parametric 
study設定)，可選擇包含結果或不包
含結果，位置於Project Tools下(Fig. A)

• 新增能對單一scenario匯出功能，可
選擇包含結果或不包含結果(Fig. B)

Fig. A

Fig. B
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